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문서번호: 제20191121호 

수    신:  

참    조:  

발    신: 테크포럼(주) 

제    목: ‘고기능 코팅/필름/점,접착 기술 세미나’ 안내 

 

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.  

 

2. 11월 21일(목) 오전 10시에 한국기술센터 16층 국제회의실에서 ’고기능 코팅/필름/점,접착 기술 세미나’ 

를 개최합니다. 

 

3. 본 세미나에 많은 관심과 참여 부탁 드립니다. 

 

- 아         래 - 

 

가. 행사명: 고기능 코팅/필름/점,접착 기술 세미나 

나. 일시: 2019년 11월 21일(목) 10시~17시 

다. 장소: 한국기술센터 16층 국제회의장 

라. 주최/주관: 테크포럼 

마. 세부일정 

시간 주제 

10:00~10:50 [트랙1] 고성능 반도체 패키징용 접착제 최신 기술개발 및 적용사례 

11:00~11:50 [트랙2] 전도성 고분자를 이용한 코팅소재 최신 기술개발 및 적용사례 

12:00~12:50 [트랙3] 디스플레이 산업을 위한 고기능성 필름 

13:50~14:30 [트랙4] 그래핀/금속 기반 전도성 필름소재 응용기술 

14:40~15:20 [트랙5] 전자소재용 점·접착/코팅 소재 최신 기술 동향 및 주요 이슈 

15:20~16:00 [트랙6] 차세대 친환경 고기능성 점,접착제 현황과 기술개발 동향 

16:10~17:00 [트랙7] 전자소자 패키징용 고열전도성 점·접착소재 기술 개발 및 적용 사례 

※ 발표 주제 및 일정은 연사/주최측의 사정에 의해 공지 없이 변경될 수 있습니다. 

바. 등록비 

A. 사전결제: 253,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함) - 11월 20일(수) 18시까지 

B. 현장결제: 286,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함) 

 

 

테 크 포 럼 (주)  


